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高云的产品变更通知（GPCN） 

概述 
感谢您使用高云 FPGA 系列器件，此通知的目的是通知受此变更影响的客户注意此次

变更，本次变更是为了变更汉高 DAF (Die Attach Film: 晶片粘结薄膜) 的型号，以提升封

装上芯工序的 Pick-up 性能，并规避其中一种原材料物质未来被纳入 REACH 法规的风险。 

描述 
汉高 DAF 型号由 Henkle ATB-120HA6 变更为 ATB-120HB2U。 

变更前 DAF 型号：ATB-120HA6 

变更后 DAF 型号：ATB-120HB2U 

 

受影响的产品 
GW1NR-LV9MG100P，GW1NR-LV9MG100PF，GW1NR-LV9MG100PS， 

GW1NR-LV9MG100PD，GW1NR-LV9MG100PT， 

GW1N-LV9MG100，GW1N-LV9MG100T， 

GW1N-UV9UG169 
 

客户影响 
 此变更未涉及产品外形、尺寸、功能、可靠性、质量及安全的变更，对客户应用无影

响。 

 

认证数据 
 高云已经完成并成功通过了所有必要的认证，可根据要求提供可靠性数据。 

 

关键日期 
高云将在 2024 年 6 月 15 后开始同时在市场中供应 Henkle DAF 型号为 ATB-12HB2U

的产品，Henkle DAF 型号为 ATB-12HA6 库存消耗完成后将不再安排生产与供货。 
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响应 
请客户确认已收到此通知，如对此变更有任何问题或顾虑，请通知我们。如 30 日内没

有响应，将默认已接受此变更。 
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技术支持与反馈 
广东高云半导体科技股份有限公司提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或

建议，可直接与公司联系： 

网站：www.gowinsemi.com.cn 

邮箱：support@gowinsemi.com 

 

版本信息 
日期 版本 说明 
2024/03/15 1.0 初始版本。 
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免责声明  
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